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Alerting Abstract DE Al 

NOVELTY - The printed circuit board has a hole (2) through an 
insulating 

substrate (1), a conducting track structure on the second side of 
the 

substrate, an island (5) near the hole on the first side, a 
connecting 

conductor (6) in the hole connecting the island to the conductinq 
track 

structure and an electrical component soldered onto the island. 
The island 

and connecting conductor are made of the same conductor contg. 
silver. A 

section (7) for closing the through hole nearer the first side can 
be made 

from the same conductor 

USE - For use in an electronic device, e.g. a tuner 
ADVANTAGE - Enables a reliable solder connection to an 

electronic 

component to be achieved. 

ADVANTAGE - DESCRIPTION OF DRAWING (S) - The drawing shows the 
substrate, 

island, through hole, connecting conductor and closure section (1) 
substrate; (5) island; (2) through hole; (6) connecting conductor; 

closure section. 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Untor lagan entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
@) Gedruckte Schaltungsplatte 

(§) Offenbart ist eine gedruckte Schaltungsplatte, bei der £ 
ein VerschluSabschnitt (7) zum Verschliefcen eines Durch- 
gangsiochs (2), das durch ein isolierendes Substrat (1) 
hindurch ausgebildet ist, im Inneren des Durchgangs- 
iochs (2) vorgesehen ist. Wenn ein Elektrodenabschnitt 
(9) eines elektrischen Bauteils (8) mittels Lotmaterial (10) 
mit einer auf dem isolierenden Substrat ( 1 ) ausgebildeten 
Insel (5) verbunden wird, verhindert der Verschlufcab- 
schnitt (7) ein Wegflieften des Lotmaterials (10) durch das 
Durchgangsloch (2) hindurch. Der Elektrodenabschnitt (9) 
und die Insel (5) werden somit mit einer ausreichenden 
Menge an Lotmaterial (10) in zuverlassiger Weise verbun- 
den. 
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Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf cine ge- 
d ruckle Schaliungsplatie gemaB deni Oberbegriff des An- 
spruchs 1 und bctriffi einc gedruckic Schaltungsplatte zur 
Verwendung in einer elektronischen Vorrichiung, wic z. B. 
einem Tuner, und im spezielleren belrifft die Erfindung eine 
gedruckie Schaltungsplatte, die zur Anwendung fur eine 
Unierbringung mil hoher Packungsdichic geeignei ist. 

Bei einem allgemein bckannten Typ einer gedruckten 
Schallungsplatte zur Verwendung bei einer herkommlichen 
elektronischen Vorrichtung. wie er in Fig. 3 gezeigt ist. isi 
cin Durchgangsloch 21 durch ein isolierendes Substrat 20 
hindurch ausgebildet, und Lei terstruk lure n 22 und 23 zur 
elektrischen Verschallung sind auf beidcn Seiten des isolie- 
renden Substrats 20 ausgebildet. 

Auf der einen Seite des isolierenden Substrats 20 isi eine 
Inscl 24 in Vcrbindung mil. dcr Leiterstruktur 22 ausgebildet, 
und ein Verbindungsleiter 25 ist auf der Umfangsflache des 
Durchgangslochs 21 vorgesehen. Die Insel 24 ist durch den 
Verbindungsleiter 25 mil der Leiterstruktur 23 verbunden, 
die auf der anderen Seite des isolierenden Substrats 20 aus- 
gebildet isi. 

Ferner ist eine Resist-Schicht 26 aus eincin isolierenden 
Material auf den Leiterstrukiuren 22 und 23 des isolierenden 
Substrats 20 mil Ausnahme der Insel 24 ausgebildet, und ein 
Teil 26a der Resisi-Schicht 26 blockiert zum Teil das Durch- 
gangsloch 21 auf der anderen Seite des isolierenden Sub- 
strats 20. 

Ein Elektrodenabschnitt 28 eines elektrischen Bauieils 
27, wie z. B. eines chipartigen Bauieils, ist auf der Insel 24 
in der Nahe des Durchgangslochs 21 plazien und durch Lot- 
material 29 mit der Insel 24 verbunden. 

Das elektrische Bauleil 27 ist somit in der Nahe des 
Durchgangslochs 21 verlotet, um eine GroBenreduzierung 
der gedruckten Schaltungsplatte zu cnnoglichen. Dabei 
flieBt jedoch das Lotmaterial 29 in groBen Mengen in das 
Durchgangsloch 24 hinein. so daB die Menge des Lotmateri- 
als in der Nahe des Elektrodenabschnitts 28 verminden 
wird. 

Das in das Durchgangsloch 21 hineingeflossene Lotmate- 
rial 29 ist durch den Teil 26a der Resist-Schichl 26, die auf 
dcr anderen Seile des isolierenden Subsirats 20 ausgebildet 
ist. an einem HerausflieBen gehindert. 

Die vorstehend beschriebene, herkommliche gedruckte 
Schaltungsplatte muB mit der Resisi-Schicht 26 versehen 
werden, um das Durchgangsloch 21 auf der anderen Seite 
des isolierenden Substrats 20 teil weise zu blockieren, und 
dies fuhrt zu einer Reduzierung der Produkti vital und zu ei- 
nem Anslieg der Kosten. 

Da ferner das Lotmaterial 29 in groBen Mengen in das 
Durchgangsloch 21 flieBt, ist die Menge an Lotmaterial in 
dcr Nahe des Elektrodenabschnitts 28 vermindert, wodurch 
es zu einer unzulanglichen Lotverbindung konimcn kann. 

Ein Zic! der vorliegenden Erfindung bestehi somit in der 
Schaffung einer gedruckten Schaltungsplatte, mit der sich 
cine zuverliissige Loi vcrbindung mil einem elektrischen 
Bauleil erzielen laBi. 

Erreicht wird dieses Ziel geniaB eineni (Jesichlspunkl dcr 
vorliegenden Erfindung durch eine gedruckte Schaltungs- 
platte mil eineni Durchgangsloch, das durch ein isolierendes 
Substrat hindurch ausgebildet ist, mil einer Leiterstruktur, 
die auf einer zweiten Seite des isolierenden Substrats ausge- 
bildet ist, mil einer Insel, die in der Nahe des Durchgangs- 
lochs auf dcr crstcn Seite des isolierenden Substrats ausge- 
bildet ist, mit eineni Verbindungsleiter, der auf der Innenfla- 
che des Durchgangslochs zum Verbinden der Insel und der 
Leiterstruktur miteinander ausgebildet ist, und mil einem 



elektrischen Bauteil, das an der Inscl angebracht und mil 
dieser verloiei ist, wobei erfindungsgemaB die Insel und der 
Verbindungsleiter aus deni selben Leiter gebildet sind, der in 
crsler Linie Silber enihrilt. und ein VerschluBabschnilt zum 
5 VerschlieBen des Durchgangslochs aus dem genannten Lei- 
ter gebildet ist. 

St.att.des Begriffs "Insel" konnic man in der gesamten An- 
uieldung auch den Begriff "Kontaktierungsflachc" verwen- 
den: jeden falls ist keine Beschrankung auf einen ring sum 
io begrenzten Leitmaterialbereich beabsichtigt. 

Vorzugsweise ist der VerschluBabschnilt an einer Stelle 
ausgebildet. die sich naher bei der ersten Seite als der zwei- 
ten Seite des isolierenden Substrats befindet. 

GemaB der vorliegenden Erfindung ist der VerschluBab- 
15 schnitt zum VerschlieBen des Durchgangslochs im Inneren 
des Durchgangslochs der gedruckten Schaltungsplatte vor- 
gesehen, und dieser VerschluBabschnilt verhinden ein Weg- 
fiicBcn von Lotmaterial durch das Durchgangsloch hin- 
durch. Auf diese Weisc kann eine ausreichende Menge an 
20 Lotmaterial sichergestellt werden. um das elektrische Bau- 
teil und die Inscl miteinander zu verbinden. und man erhalt 
auf diese Weise eine zuverlassige Lotverbindung. 

Da die Insel. der Verbindungsleiter und der VersehluBab- 
schnitt aus dem selben Leiter gebildet sind, der in ersier Li- 
25 nic Silber enthall, sind keine separaten Komponenten erfor- 
derlich. Somit ist es moglich, eine gedruckte Schaltungs- 
platte mit hoher Produkti vital bei gerincen Kosten zu erzie- 
len. 

Ferner kann die Menge des Lotmaterials zum Hineinfiie- 
30 Ben in das Durchgangsloch dadurch reduzicrt werden, daB 
der VerschluBabschnilt nahe bei der einen Seite des isolie- 
renden Substrats gebildet ist, und somit lafit sich das elektri- 
sche Bauteil in zuverlassigerer Weise verloteii. 

Die Erfindung und Weiterbildungen der Erfindung wer- 
35 den im folgenden anhand der zeichnerischen Darnell ungen 
bevorzugter Ausfuhrungsbeispiele noch naher erlautert. In 
den Zeichnungen zeigen: 

Fig. 1 eine vergroBerte Schnittansicht unter Darsteliung 
des Hauptteils einer gedruckten Schaltungsplatte geniaB ei- 
4i3 nem Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung; 

Fig. 2 eine vergroBerte Schnittansicht unter Darsteliung 
des Hauptteils einer gedruckten Schaltungsplatte gemaB ei- 
nem weiteren Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfin- 
dung; und 

45 Fig. 3 eine vergroBerte Schnittansicht unter Darsteliung 
des Hauptteils einer herkommlichen gedruckten Schaltungs- 
platte. 

Eine gedruckte Schaltungsplatte gemaB der vorliegenden 
Erfindung wird nun unter Bezugnahme auf die Fig. 1 und 2 
50 erlautert. 

Bei der gedruckten Schaltungsplatte der vorliegenden Er- 
findung, wie sie in den Fig. 1 und 2 gezeigt ist, ist ein isolie- 
rendes Substrat 1, das aus Keramikmaterial hergestellt ist, 
mit einer Mehrzahl von Durchgangslochern 2 versehen, die 
55 einen Durchmesser von ca. 0,2 mm aufweisen. Auf beiden 
Seiten des isolierenden Substrats 1 sind erste und zweite 
Leiterstrukturen 3 und 4 zur elektrischen Verschallung aus- 
gebildet. 

Eine Insel 5 isi in der Nahe jedes Durchgangslochs 2 auf 
60 der einen Seite des isolierenden Substrats 1 vorgesehen. und 
ein Verbindungsleiter 6 ist auf der Umfangsfiache des 
Durchgangslochs 2 ausgebildet. Dieser Verbindungsleiier 6 
verbindet die Insel 5 und die auf der anderen Seile des iso- 
lierenden Substrats 1 ausgebildete Leiterstruktur 4. miteinan- 
65 dcr. 

Ferner ist ein VerschluBabschnilt 7 zum VerschlieBen des 
Durchgangslochs 2 im Inneren des Durchgangslochs 7 an 
einer Stelle vorgesehen, die sich naher an derjenigen Seite 
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des isoiierenden Subsirats 1 bcnndet, auf dcr die Insel 5 aus- 
gebildet isi. 

Wenigsiens die Insel 5, der Verbindungsleiler 6 und der 
VerschiuBabschniit 7 sind a us dem selben Toiler gebildet. 
der aus einer leitfahigen Paste hergestelli isi. die in crsier Li- 
nie Silber cnthalt. 

Bei dem vorliegenden Ausfiihrungsbeispiel sind die erste 
und die zweite Leitersiruklur 3 und 4 ebenfails aus dein Lei- 
ter gebildet, der aus einer in erster Linie Silber enthaltenden 
Leitfahigen Pasle hergesiellt isi. 

Ein elekirisches Bauteil 8 in Form eines chipariigen Bau- 
teils, wie z. B. ein Widerstand oder ein Kondensator, isi mil 
einem Eiektrodenabschniti 9 versehen. Der Elektrodenab- 
schnitt 9 wird auf dem Durchgangsloch 2 oder auf der an das 
Durchgangsloch 2 angrenzenden Insel 5 plaziert und mittels 
Lotmaterial 10 mil der Insel 5 verbunden. wodurch das elek- 
trische Bauieil 8 lest mil der gedruckten Schaltungsplaue 
verbunden ist. 

Da in der in Fig. 1 erkennbaren Weise das FlieBen des 
Lot materials 10 in das Durchgangsloch 2 hinein durch den 
VerschiuBabschniit 7 begrenzt ist und der Elektrodenab- 
schnitt 9 sowie die Insel 5 niit einer ausreichenden Menge 
an Lotmaierial 10 mileinander verbunden sind, ist eine zu- 
verlassige Lotvcrbindung ermoglicht. 

Fig. 2 zeigi eine gedruckle Schaltungsplalte gemaB einem 
wciteren Ausfiihrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. 
Bei diesem Ausfiihrungsbeispiel ist eine Insel 5 ohne Ver- 
bindung mil einer ersten Leiterstruktur 3 in unabhangiger 
Weise auf der einen Seite eines isoiierenden Substrats 1 aus- 
gebildet. Da die Konstruktion dieses Ausfuhrungsbeispiels 
der des vorstehend beschriebenen Ausfuhrungsbeispiels nut 
Ausnahme dieses Punktes ahnlich isi, werden die selben 
Komponenten wie bei dem ersten Ausfiihrungsbeispiel niit 
den selben Bezugszeichen hezeichnet, wobei auf eine aus- 
fuhrliche Beschreibung derselben verzichtet wird. 

Es folgt nun eine Beschreibung eines Verfahrens zum 
Herstellen der vorstehend erlauierten gedruckten Schal- 
tungsplalte gemaB der vorliegenden Erfindung. Zum Bei- 
spiel wird die zweite Leiterstruktur 4 aus leitfahiger Paste, 
die in erster Linie Silber enthait, auf der einen Seile des iso- 
iierenden Substrats 1 aus Keramik durch Siebdruck gebil- 
det. Danach wird die zweite Leiterstruktur 4 von der ande- 
ren Seite des isoiierenden Substrats 1 her, auf der die erste 
Leiterstruktur 3 gebildet werden'soll, mittels einer nicht ge- 
zeigten Saugvorrichtung angesaugt, urn dadurch den Ver- 
bindungsleiler 6 zu bilden. 

Danach laBt man die zweite Leitersiruktur 4 etwas trock- 
nen. 

Als nachstes werden die Insei 5 und die erste Leiterstruk- 
tur 3 in ahnlicher Weise aus einer in ersier Linie Silber ent- 
haltenden leitfahigen Paste auf der anderen Seite des isoiie- 
renden Substrats 1 durch Siebdruck derart gebildet, daft das 
Durchgangsloch 2 blockien ist. 

Dabei wird das Siebdrucken derart ausgeftihrt, daB eine 
ziemlich groBe Menge an leitfahiger Paste in das Durch- 
gangsloch 2 eingebracht wird. 

Als nachstes wird die leitfahige Paste in dem Durch- 
gangsloch 2 von derjenigen Seite des isoiierenden Substrats 
1 her. auf der die zweite Leiterstruktur 4 vorgesehen ist, mit- 
tels einer nicht gezeigten Saugvorrichtung leicht angesaugt, 
so daB der Vcrbindungsleiter 6 an der peripheren Flache 
bzw. Umfangsflache des Durchgangsioehs 2 gebildet wird 
und auch der VerschiuBabschniit 7 gebildet wird. 

Danach wird das keramische isolierende Substrat 1 in ei- 
nem nicht gczcigtcn Ofcn gcbrannt, wodurch die vorstehend 
beschriebene gedruckte Schaltungsplalte gebildet wird. 

Danach wird das elektrische Bauteil 8 mittels Lotmaterial 
10 vorubergehend auf der Insel 5 fixiert und in diesem Zu- 
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stand durch einen nicht gezeigten Ofen hindurchgefuhrt, 
wodurch das elektrische Bauteil 8 mil der Insel 5 verloiet 
wird. 

Patenianspriiche 

1. Gedruckle Schaltungsplalte mil: 

einem Durchgangsloch (2). das durch ein isolierendes 
Substrat (1) hindurch ausgebildet ist; 
einer Leiterstruktur (4), die auf einer zweiten Seite des 
isoiierenden Substrats (1) ausgebildet ist; 
einer Insel (5), die nahe dem Durchgangsloch (2) auf 
der ersten Seite des isoiierenden Substrats (1 ) ausgebil- 
det ist; 

einem Verbindungsleitcr (6), der auf der Innenflache 
des Durchgangsioehs (2) zum Verbinden der Insel (5) 
und der Leiterstruktur (4) ausgebildet ist; und mil ei- 
nem clcklrischcn Bauteil (8), das an dcr Insel (5) ange- 
bracht und mil dieser verloiet ist, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Insel (5) und der 
Verbindungsleiler (6) aus dem selben, in erster Linie 
Silber enthallenden Leiter gebildet sind, und daB ein 
VerschiuBabschniit (7) zum VerschlieBen des Durch- 
gangsioehs (2) ebenfalls aus dem genannten Leiter ge- 
bildei isi. 

2. Gedruckle Schaltungsplalte nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB der VerschiuBabschniit (7) 
an einer S telle gebildet ist. die naher bei der ersien 
Seite des isoiierenden Substrats (1) als bei dessen zwei- 
ter Seite liegt. 
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